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内容概要

电子设计自动化（EDA）的最终目的是设计出电路。
电路大致分为两种：一种是基于PCB的电路，另一种是集成电路 ，即IC（含PLD和ASIC）。
实现IC和PCB电路的思想、方法和过程就构成EDA的全部内容。
本书内容按照EDA的层次化设计方法和知识模块组织，分为两大部分：第一部分“理论与实践”主要
介绍EDA的基本设计理念，PCB、PLD和ASIC设计，系统级、电路级、版图级仿真或验证问题，设计
语言、IC设计基础等。
第二部分“工具软件使用指导”包含了一些常用的、大部分高校都拥有的软件入门级使用指导，这部
分内容主要是解决学生自学工具软件问题，解除教师的一部分课时负担。
本书内容的编排充分地考虑了高校的教学需求、平台成本和学生的层次，整合了EDA和IC设计的全部
教学体系，即使缺少相关软件，也并不影响主要内容的教学。
　　本书适合于电子类专业的高年级本科生和硕士研究生，也可作为其他工程技术人员和教师系统学
习EDA技术和IC设计的一本参考书。
有关本书相关问题请通过网站“EDA教学与研究（EDAteach.com）”或电子邮件lidsh@21cn.com与作
者联系。
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